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Patice procesoru (Socket) a Cipsety

Pri vybéru zakladni desky a procesoru musi oba tyto prvky odpovidat dvéma kritériim: fyzickému
(patice) a logickému (Cipset). Pokud si vyberete procesor, ktery nepasuje do patice nebo neni
podporovan Cipsetem, pocita¢ nebude fungovat.

1. Patice procesoru (Socket)

Patice je mechanicky konektor na zékladni desce, do kterého se vklada procesor. Zajistuje fyzické
uchyceni a elektrické propojeni procesoru s deskou.

Typy konstrukci

Dnes se setkdvame se dvéma hlavnimi zplsoby, jak jsou piny (kontakty) usporadany:

* LGA (Land Grid Array): Piny jsou umistény v patici na zakladni desce. Samotny procesor
ma na spodni strané pouze kontaktni plosky. (Dnes pouziva Intel i AMD u patice AM5).

e PGA (Pin Grid Array): Piny jsou pfimo na procesoru. Patice na desce ma pouze otvory, do
kterych piny zapadnou. (Typické pro starsi AMD AM4).

Aktualni dominantni patice

Vyrobce|Patice |Podporované generace Poznamka

AMD AM4 Ryzen 1000 az 5000 Legendarni patice s extrémni dlouhovékosti.
AMD AM5 Ryzen 7000 a noveéjsi Pouziva LGA, podporuje pouze DDR5 a PCle 5.0.
Intel LGA1700|Core 12., 13. a 14. gen  |Hybridni architektura, podpora DDR4 i DDR5.
Intel LGA1851|Core Ultra (2024+) Nova patice pro nejnovéjsi architektury.

2. Cipset (Chipset)

Cipset je sada ¢ipll na zékladni desce, kterd fidi komunikaci mezi procesorem, paméti, grafickou
kartou a periferiemi (USB, SATA, zvuk). Cipset ur¢uje, kolik diski mdzZete pfipojit nebo zda mlizete
procesor taktovat.

Rozdéleni ¢ipseti (Tiers)

Vyrobci déli ¢ipsety do tfi zakladnich tfid podle vybavy a ceny:
1. Zakladni (Entry-level):

¢ Intel: Hx10 (napf. H610) / AMD: Ax20 (napr. A620)
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e UrCeno pro kancelarska PC. Omezeny pocet USB a PCle linek, obvykle bez moznosti taktovani.
2. Stredni trida (Mainstream):

* Intel: Bx60 (napr. B760) / AMD: Bx50 (napr. B650)
* Zlata stiedni cesta. Podpora rychlych diskl, dobré chlazeni napajeci kaskady, u AMD i

moznost taktovani.
3. High-end (Enthusiast):

e Intel: Zx90 (napr. Z790) / AMD: Xx70 (napr. X670E)
* PInd vybava, podpora pro extrémni taktovani, nejvice PCle 5.0 linek pro vice NVMe diskd.

3. Na co si dat pozor pri nakupu?

1. **Zpétna kompatibilita:** To, Ze procesor do patice fyzicky pasuje,
neznamena, ze ho Cipset podporuje. Vzdy zkontrolujte "CPU Support List" na
strankach vyrobce desky.

2. **Verze BIQOSu:** StarSi desky mohou potrebovat aktualizaci BIOSu, aby
rozpoznaly novéjsSi procesor ve stejné patici (cCasté u AM4 a LGA1700).

3. **VRM (Napajeci kaskada):** Pokud davate vykonny procesor (i9 nebo Ryzen
9) do levné desky s Cipsetem rady B nebo H, mize se deska prehrivat a
procesor bude ztracet vykon.

Souvisejici ¢lanky:

e Procesor (CPU) - Podrobny rozbor
e Rozméry desek (ATX, mATX, ITX)
e Kompatibilita operacnich paméti RAM
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